© 8UN0ESR£PUBUK 
DFUTSCMLANO 



DHUTSCHES 
PATENTAMT 



© Offenlegungsschrift 
© DE 42 01 129 A1 




© Aktenzoichen: 
© Anmeldotog; 
© Offeniegungstag; 



P42 01 129.9 
17. 1-92 
S3. 7.92 



© Int. CM: 

H 05 K 3/24 

H 05 K 1/11 

//HOSK 1/09,3/34. «— 
C23C 18/44 ^ 

o> 



(S) Unionspriorftbt: © @ © 
18.01. S', JP 76132/91 

© Ar.melder: 

ishinara Chemical Co.. Ltd., Kobe. Hyogo, JP 
0 Vertreter: 

Dannenberg. G., Dipl.-lng.. 6000 Frankfurt ■ 
Wemhold. P.. Dipi .Chem. Dr., 8000 Munchen; Gudel 
D., Dr ph.l,; Schubert. S.. Dipl.-lng.. 6000 Frankfurt- 
er. P.. DipJ.-Cbam. Dr.rer.na^. Pat.-Anwalte. 8000 



@ Erfintder: 

Haea. Masaki, Kobe, Hyogo. JP; Uchida Ei 
Amagesaki, Hyogo. JP; Nawafune. Hidemi 
Takauuk.\ Osaka, JP; MiiumoTo. Shozo. Kobe, 
Hyogo, JP 



Q 



© Verdrantungsplatten und Verfahren 2U r Herstellung derselben 



wa-ai. d*r ourch Piattierun* von w.»ig«an. den Kujfertei. 

dUrCh L6tun S von E^menten darauf 
£n 8 di«»«r Verdrahtungtpl8lt« warden eber.fali, be.chhe- 



? 



OS 
CM 



CM 
LU 



BUN0ES0HUCKEREI 05.92 208 030/437 



14/00 



21-MAR-1994 12=19 



Htotech G i —Hi + rU 



4^ otJ d4^V^"i'^< ^.U^ 



AO 



45 

1^ 



55 



60 



65 



DE 42 01 129 Al 

Bc*chrcibung 

.u^!^ Erfind " nR be,nm V «^-"W.«e« (Prin.cd -*i r ,n 8 board,) und V erfahrcn zur „ ertle , 

' l^rS"^ Obcrn.chcn.ufb.u.cchn.k ,„ „ m0 glich 

VerOrah.^p,,,^ mJl Clncf J™ ^^i^Z^^^S^^^ ™ 
v^c^S^ ^poncn.c mi , „,„. 

wodurch das Kup cr dcs Leitunesschalikre.te* ».,f ,w pi.„„ „ i mehrere Male Warme ausgesctzi. 

Warme ausgescizt und unfahi* wird d, T klunf™^ n»^l durch * cfuhrt " ,rd . die Preflux-.Beschichtumg der 

Die vorlicgcnde Erfindung stcllt Dcrcit- 

dar,ufb«timmtsindaurwcifcn fc * Ku P ferabschn '"cn. d.e fUr die Auflc-tung von Elcmemen 

d"u«h «r?i'" n ™Sj£2S r tiner Vertr.htunnpl.ite. umfassend das Auffagen cine* PalladiumOberzugs 

wmmmmmm 
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server Inhrer.. em Mi.vierplnii.erver/nhrrn tin <en.,-i«lclM,v,-« v«ri.h, M - !, ?,' ^ . L r " r " v " n '- 

we.vc n.UJmvr, V er( „nren u,w_ he . yrMcl i ««^ C n Die Aro und We^e'Jer M°I " V'""- Cm 

SenihaS wen./fHens one .us phospho njer Stturcjmd Salzen derselben ausgewihlte VerbV 

von wenwer a!> 0.0! um verschlechtcrt die Lo.barkc-u ^^ir^bJLn^uSVV^Mb^^^. 
wenn dcr U.vorgang mchrmals wiederholt wird. Eine Dicke des PalladiumUberzug , von mehr .to loTS fS« 

,^lt,t nSSBt:mia W L rti wen ,'S slens den Kupfcrteilen. die fOrdie Anlotung von Elcmemcn >m Kupfer-Lci. 

if n r rf C i n V< ? r lT htn »"d. fpcziell auf Kon«.kin«cken ,m Fall der OberOachen montage undTuf Ansel.luD- 
2S, U " d " V °" P '! ,,Cn - d ' C dur = fc ^hcnde Ucher aufweisen. em stromlosfr Palbdiumuberzug 

, w> S" 1 ^" 8 k, 7 * UCh " uf anderen Kupferteilen gebildet werden. was abcr vom Oesichts 
dic emtn K ■ af,1,chke J l * us n.cht wUnschenswer. i«. Aus di«em Grund wird normalerweise auf der Pla, c 
KuDSilen P ein; p ei M r H Cha '^ re,S " UfWeiSt> C '" ^ tr «'"™«^ ««bilde. und cs wird nur auf den frcigcleg ten 
V-nll . ,? p "» a *wmp'«««eniiig durchgefUhrt. In diesem Fall wird es bevorzugt. vor dcr stromtoscn 

entfernen. Die ieichte Atzung kann umer hcrkommliehcn Bcdingungcn durchgefUhrt werden wie z. B durch 
Emuucnen ,n e,ne wlflrige LAsung. die 1 50 g/l Ammomumpersulf! , eS.hilt. bei Sg jS,rWcl und fOr iS f tS 

S un^MSrm" ?l ^" ' n /' n ! ^ BrigC LSSUngl diC ,5 ° g/l N «"-iumpersulf.t enthalt. bei ungefthrVc 

3*7,1 * w Sckund r ? n - od " durc L h E'wauehen in eine wxOrige LOsung. die 1 1 Gew,% SchwefelsSure und 
Mdu«;L^.HS ? uS P b ™ X ' d en, J* \ bei "^ Cfahr 20 ° C fCr « B «««hr 6" Sekunder, Die Verf.hren zur 
iterWnlph £. lad ' umUbc . rio « s *' nd "'Chi auf d.ejemgcn beschr*nkt bci denen eine siromlose Palladiumpl.t- 
wrung nach de Bildung ernes L&tresmmusters durchgefohrt wird. sondem schlicDen auch dieienigen ein in 

gefolgt von dcr Bildung e.nes Res.stmusters durch Uitmetallresist oder ohne. abhlngig vom ins Autre «faflien 
fv^JscZ!^! ^- A " schl " Bflachen d 8'- ™t Gold, khodium Oder ^hnlic^n Ue merlin fn einem 
Telle,! ;tTr2 eu ;! werder! ' ^ e '" s,romloser P»"«*uniQbwrtug nach der Bildung von Resist auf solchen 

|»rP mi Mcr PaJ ladiurnUberzuE kann umer Verwendung einer Platticrl osung , wie t. B. derjeniMn fUr die 

^mBse-Pilla^urnaberzug nach der Aufiragung einer Katalysatorlbsung, die Kupfer line Kup^rle^ 
kanndtehd^r'r^" ^ d i' Kupferoberflache herg«4tellL Die lSiii^ng P £^^£SteSng 
kann durch die Aurtragung des Katalysators merklich besehleunigt werden. Geeimiete !C«ial«»torS« n«IIf 

sss-tkss: ti?tr— — ■* — — ict *™" l^ssss^ssssss^ 

T e A CS "^^/J^ 1 "*" der p 'a»ierung Kupferteiie mil Palladium 1st anwendbar. wenn eine Verdrahtungs- 
v a r ,hl Musierplatlieryerfahren oder ein semi-additives Verfahren hergesteUt w ird . Dieses zw"f, c 

Verfahren umfaBt die B>ldung e.nes Musters aus Kupfer durch Elektro-Kupferplauierung <te Auftralenir n « 
mu S «; U d», £« S ° dUre , H EI B eklro - p ? Il4diu - P'lttierun, oder stromiose P.ll.diuJ X&7,u7dS K^fe" 
muster, das Enifernen des Resets fur die Plattierung und das Atzen des Kupfers. urn die nieht benCtiTsten 
Kup crte.le Zu er.ifernen wobei der PalladiumUberzug aU Atzrcsist eingesetzt wfrd wodureh ^ ein KupfeV-ufte " 
schaltkreis.oermnPallad.umpIattiertist.bereitgestclltwird. ^upier loiter 

•££™W^n¥»£Vl£?. a m Uf , H eS l' be W ^ tC TX t U herWmmliche Mu«*rplat,i,rvcrfahren oder semi- 
tird. C^maB *Z " du ^ h 8 e . fQn ! - m " de u r Ausnahme. dafl be>m zwei.en Verfahren ein PalladiumUberzug gebildet 
wird. GemaO dem Musterplattierverfahren kann das Kup/ermuster auf die folgende Weisc hergestellt werden 
tt K Z 'Z at "t MeS La u m ': aU bei dcm K "P f ^°l™ " e.nem fcpoxyharz. Pol^mid oder dgL auf GlasfawbasTs 
oercsngt „nd. wird angebohn. em KupferOberzug wird durch stromiose Kupferplitliemng erzeucl darVufhin 
w,rd d,e gesarme OberHaehe un.er Verwendung efnes Kupferwlfa.b.des, ein« KSpferp^Jl^JhltbJSS oder 
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Jul. mi: Ktijifcr clckiroplnitirn. tin Rc^isfmuner fllr die l>l«n.^r, ~ i 

K..pferM.Ifni6*j« odcr ciner id.n'chcH K cM^Ku^ Un,Cr Vcr ~" 

sn^js^ 

' r^' n?^'"^" icr " 1,1,r ' e - wi "- B ' cinc! K"P'^l'«ib«^ h e L.ellL VcrwrncIui IR cine: 

Die Poll J d.ump| Bl .wr)a SU n,f zur Merficlluafi cin*t PalladitirnOberzugj «uf dem M'jsterieil der » ut d,r Fi-k 

nSchf b«flri«; K^Ki^'? ? lauierun f mil P«»tdium .of h.rkonnnliche Art und Wci $ e rnWcrn. und das 
?.Z i , S K «P(er wrd durch Atzcn entfernt. wobci man den PallPdiu.nObcrzu* als Alzreiis w^dei 

h^e»V^i^5S? S? ft**"""*" Wd« a«f dcr do.rh d« obens.ehcndc Vcr fahre,, 
D,e folgenden Be.sp.ele d.encn zur wcitcrcn Erlauterung dcr vorliegcnden Erfindung. In den Beispielen 
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► uNirn i.,e f^cucn Haua-rKXurgcr, und Plau.erbedingungcn fUrd.c Pall.diumplnu.erung em^cl,.. 

Stromlosc PaMadiumpisuicrMsung (1) 

Pallndiumchlorid 0<01 Mo]/1 

Ethylcnd.amin QM Mol/J 

Thiodiglykolsflurc 20 mg/i 

Natriumhypophosphit 0o6 MoL/J 

pH ^ 

Tcmperaturdcr Lfisung 60*C i° 

Stromlose Palladiumplauierlosung (2) 

PalUdiumchlorid 00I is 

EihyJcndiamin 008 Moi/1 

Thiodigiykolsflure 20 mg/1 

Dimcihylarninboran** 0 j^ 0 j/j 

pH 8 

Tcmperaturdcr Lasung 60"C 



S;romlose P*Hadiump.auieriGsung(3) 



25 



Palladiumchloriu o,01 MoL/l 
Eihyicndiamin MoJ/ , 

Thiodigiykolsfiurc 30 mg/l 

Natriumphosphil 0 ,C2 Mol/I 

pH § 30 

Temperatur der L6sung 60* C 



Elektro-PalladiumplaUierlfcsung (1) 

Pailadiumammoniumchlorid g/I 

Ammoniumchlorid 10 e/I 

i cmpcratur der Lssung 25°C 

Dk 0.5 A/dm 2 

E]cktro-Palladiumplatlieri6sung (2) 

Palladiumnatriumchlorid 5 

Natriumnitrit 15g/l 

Nairiumchlorid 37^5 g/j 

PH 6 

Tempcratur der LOsung TlFc 50 

° k 0,5 A/dm' 
Beispicl 1 
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Eine Probe eines Palladium-plattierten Kupferblatles wurde hinsichtlich der durch Wfirm^h=.nr<i„«- 
c^ten Variation der Uibark^ W&rmcbeh *^]ung be 

vwif^S^Ifl^ f» x25 * Mmn ?> ciner eiektrolyrischen Reinigung umenogw. und mit 

L n f, e ^- a * ch ? ,L Unler Verw ™dung c.ner jeden der stromio;cn Pailadiumpla'tierlOsunrer /n bi« n 
wurdc e,n Palladmmpiatuerfilm mit ciner Dicke v 0n 0.1 nm erzeugt mit Wasser j ^^^^^^^1 



Testauf Uitbarkeit 



Un<er Vcrwendung einu UJi-PrufgerStv das von RHESCA Co. Ltd, hcrgesiellt wjrd. wurde die Null-Kreuz- 
S .t gemcsen. D.ese Nml-Kreuweii is, definiert .1, die Zeifpann. (in SekundeS diJ "^rftr^S £Tdfc 
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Kichtunp dor oi.gcwendctcn Krnft dcs gcschmolzcncn l*imc»»lls auf der Tr«n,„l,. . i. 

abwiiru nnden und die rwei cinecsctrtcn Krnrm in A , »ni 7 'J'™ 'cxlprobc Sich von aufw.'lrts nach 

Tewbsdingungen *arcn J,c folgi Be-eubarkeu des l^tmctali, und Mn ,it die LoibarkeiL Die 



C esc h mo Irenes LCtmctall: 

Eintauchiic/e; 

Einiauchgcschwindigkcit: 

Eintauchzcit 

Gewichiszunahme: 

FluDmittcI: 



(63 Gc^% Zmn/27 Gcw.-% BleLeuiekische* L5tmeuli) ; 230- rc 

12 rnm 

25 mm/sck 

lOSekunden 

2 S 

Solder Light MH-820V, hergesle.lt von Tamu-a Kaken'"- . Ltd 
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Ta belle 1 



20 


Null-Kreuireit(sec) 

ohne Warme- Bedingungeti der Warmebehandlung 
behandlung 230" C 

10 min 30min 60 min 


250* C 

10 min 


30 mrn 


ohne Pailadiumplauierung 
^-s, stromlosc Platlicrlosung (1) 
v *iromlosePia«icn6suPig(2) 

strorniose Plattierlosung (3) 


2.04 
130 
1.28 
138 


7,25 
135 
130 
1.60 


10< 
1.67 
1.40 
1.65 


10< 
1.85 
1,42 
131 


10< 
134 
135 
1*63 


10< 
1.70 
130 
1.75 
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BeispicJ2 

Eingewalztes Kupferblatt wurde auf dieselbe Art und Weisewie in Beisoiel 1 einereUk trough-., 
wurde der Katalys.tor durch Eintauchen des JCupferblaues in 

getrockneL D,c fur die Pall.d.umplattierung benotigt Zcit war ku5eT5, in stS ? ni5 .^"^'u " nd 

Tabellc 2 

NulNKreuzzeit (sec) 
ohne Wirme 
behandlung 



Bedingungen der Warmebehandlung 
230*C 

10 min 30 min 60 min 


25CTC 

10 min . 


30 min 


? 

i 


MS l r 61 
M0 1.40 
1.68 1.70 


1.70 
1.45 
175 


135 
1.41 
1.62 


1>63 
M5 
1,72 





stromlose Plattierlosung (1) 1,45 
stromlose Plattierlfcsung (2) 1.32 
stromlose Plattierlosung (3) 1,55 

W?™^l g , e n n H, ErgebniSSe "'E?"- daB bei Erzeu * u «6 «"« Palladiumplatticrfilms die Lotbarkeit durch die 
Warmebehandlung nur genngrcgig verschlechtert wurde. M«u»nc*u curcn aie 

BeispieI3 

P,n, U I diCS< ; ,b * W rf * e WiC ln Beispic! 2 wurde den Kupferblatt em Katalytatorzugegeben. Dr lufhin wurden 
Palladiurnplauicrfilnie nut versch.cdenen Dicker im Bereich von 0.005 bis 10 urn unter *™ndun?dl?<£Z™ 

S fhrl , d ^ P l a ": erlSSUn ! (1) T?**' Die « rh «" e " en Testprooen wurden^f Sib BeSi 
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Tabcllc J 



v 



I^K-kc 'jcs 1 1 it K • <j ! u rr. f 1 1 m » 
(Mm) 



0.005 
0.01 
0.02 
0.05 
0.1 
0.2 
0.5 
1.0 
10 



Null-Krcuzzen (see) 

. ncdinjfunpcn dcr ^irmebeharvdlunff 

W*rmebchand- 30 rnin W m.n lOmin 

lung 



1 0 nun 
30 inin 



131 
1.48 
1.45 
132 
1,46 
133 
132 

1.44 

1.43 



3,4 5 
2.0* 
138 
130 
131 
130 
1.60 
1.44 
130 



5.00 
2.27 
137 
1.60 
1.53 
1.62 
1.62 
1.45 
131 



7.28 
234 

1,80 
J. 70 
138 
1.65 
1.62 
139 
1.69 



4.12 
2.42 
1.72 
1.68 
139 
133 
133 
139 
133 



7.98 
2.73 
134 
1.74 
1.70 
1,68 
139 
1.62 
135 



fe u. uic L^oarKeu ojren Oic WArmcbchandlung nur genngfdgig beeintrichtigt wjrd. 

Bcispicl 4 

des JCuphrbtaue, i„ einc JaCrige l^n^on ,5^^ 
VerfXn^ 

Vc'? a C h^n U 2 nS W " Che " "* S "™ ~ Z ^ bC VOn ****>»™ ~ Pa'^u-plattierung (0.1 urn)- Trocknung 

VerfahrenS 

K-Tr^r ~~ Slr0m ' eSe NWt ^«-»« urn) - Waschen mi, Slur, - PaHadiumpiauicrung 

I w£taBe°S?^ ° bigen t Verfahr * n T Urd f e jedes Ku P f «bl««t unter denselben Bedingungen 

7 ! °? ls P' el >. e ' ner WSrmebchandlung untcrzogen und auf seine LOtrarkeii bin untersuchL Di* N.,lt 
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Beispiel 5 

$ ,« m Ti n t em J CUP / C, ' Pl "" ienen Gl4s -Ep~y-I-»™™t -urde ein Loch erzeugt und das Lamina t wurde einer 

diumplattierfUm m.t etntr D:cke von 0,1 erzeugt und die platlierte PJatte wurde mit wLseV%/wLXn u»A 

0 S?f! w . arde au j, e^er Seite der Verdrahtungspl.tie auf KoMakutellcn gedruckt und TeiJe. die auf der 
Oberfiachc befest.gt werden sollten. wurden darauf voreeiehen. Die Te'le wurden d^rS^. ,u. t 2 
die geszmte OberfiSche der PJatte erhiut w ur de. an die Platted wgefct.t D«m^ b % d * r 

* u r 4 hn:, ch e w tl!: «. ureh Schmel2l6tune auf der finderen Seit^efp?.^ 



50 



S5 



60 



-rifiR-1934 12: 24 fttotech GT-PT + FO 45 32 3498572727 S . 0S 



JO 



15 



«5 



DE 42 01 129 Al 

boden Seitcn befest.gt wcrden solUcn, und Teilcn die /uf e^Lr& ■ " * emC ^'schung von Teilen. die «uf 

In dem K upr e r-pl a „i e r ten Um.nat wurde I , Loch «biU« .S h e, "« C,c,zt wcrdc " 
Plauicrung (0.5 „ m) und ciner Elek ro Kup^pt^ 

durchdicrolgcndcnVcrr a hrcn(A)bi£(I)herg«ieiU p »"«d"»"P'«tt,erf,lme mil unterschicdlichcn Dickcn 

VcK ahrcn A C K ' tDlysa,ors crM ^ ^iesclbc Wci« wic in Beispiel 2. 

^hrc;°B Ka,alySa,0r ^ PH,ladiUmP ^ 
* 5cff a .h C r c V „°c Ka,alyS,,,0r ^ Pa " adium P'«^r U n g(st r om iosc PaHadiun, P | a »ier, 0s ung( 2 ,>--Trocknu.g 

^^JR^^T^ N,CkC,p, °" ieru ^ < 2 •»> - P«lladi«mplatUcrun g ( slromIose Pall . dium . 

25 Vcrfahrcn E 

CcSe^^"'""^ (^^-^''^iumpl.iticrlowng <2»_ Trocknung 

Ke^fu^'p^ obigen Verfahrcn wurd e „ die Emfernun* de, 

Teile.die«ng««»werd.n«oll^ verbunden und die Teile de«dben Typs und 

Bei jeden, der obigen ycrf^n w^i D^&Ml^^^r^ 19 der Pta.t*mi, diescr verbunden. 
Korroiion aaf den Musterteilen Oder im Berekh^« dVrch^K^^ 

Kupferszu uberprOf en. Auch die M^vSZ^zM^f^f? t* C ^* *V? . 2cit P unk « des des 
-"-nen a n g e. 6tel e„Eie m e„ t wu^ 
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— 




Tnbellc A 








Korrtninn cj r , Muutr- 
icil* <x>rr ctr * aurrh 


Nkhl 7ufrtt Jen^i ci- 
lende V^rbmdu.nf 
durch LAiung 




ftrhmdrr: IxxSciaurch 
dir At/unf 


A 


0.05 


bcobachtet 






0.1 

t 


kcinc 


keine 


n 


I 

10 


kcinc 
kcinc 


keine 
keinc 


U 


0.1 


kcinc 


keine 


C 


0.1 


kcmc 


Ke»ne 


D 


0.02 


Scobachtet 






.35 
0.1 


kc*nc 


kcine 


E 


kcinc 


kcine 


0.02 


c>co bath let 


— 




0,05 
0.1 


kcinc 
kcinc 


keinc 
keinc 


F 


0.1 
0.2 








kcinc 


keine 


G 


1 

10 


keinc 
keinc 


kcine 
keine 


0.C5 


beoDachtct 




H 


0,1 


keinc 


keine 


0.1 


beobachtet 




I 


0.2 


keine 


keine 


0,05 


beobachiet 






0.1 


keine 


keine 



Bavin's ttSf^S'^'K" T f eitPUnkt W " U " d 
Pall«l.uinplatiierfilm mil einer Dicke v on 0 1 n ^er SehHm F.^ h V^'"^" WCrden - wenn man cinen 
umplatiierlosung oder mit einer Dicke von nT-.m !L ? Fa "t der v erwendung einer stromlosen Palladi- 
direic, auf ricm Kupfermeu U bildcL Wenn uf^v m J hf Fa " e Ciner a « k ^P«"«diun,plat.ierl6s un8 - 
gebilde. wind, reichfe*™ eine ? ilW^nrMri^mW?™? 5 "PF" „ Nickel P'»»^I6 SU n f eine Ur.terschich? 
Verwendung ciner stromlosen Pallac i?mXS?rto«„r«2li e ' ner ^ V ° n 0 • 05,1^, oder mehr im F "' e der 
Eiek,ro-Paliadiumpla U ier]o«"/ 2 u ** L ™£» u,crtos " n S °der e.ner D.cke von 0.1 R m oder mehr im Falle einer 

Paten lansprtche 

^17^ d-durch ^ennxeichn... daO 

PalUdiumflber^g aufwS. Montage von Elementen durch Uten vorgesehen sind. einen 

WlSSS^i^SSa S^r^^tS daB m .n durch strom.ose 

Pl»»emiteinfmo7erm^ P»llad.urn p ]att,erung ai.f den Kupfeneiien der 

sters. " Ku P fer -^»erschaitkrei S en und (.,) fakultative Bildung eiiiM Leimistinu. 
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